The invention relates to an apparatus for coating a surface (20) of a wafer
(2), - conprising a receptacle device (16) for receiving the wafer (2) on a
receptacle surface (19) and a nozzle device (10) for coating the wafer
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(57) Abstract: The invention relates to an ap-

Fl 1 paratus for coating a surface (20) of a wafer
10 g . (2), - comprising a receptacle device (16) for
z receiving the wafer (2) on a receptacle surface
X (19) and - a nozzle device (10) for coating the

e

wafer (2) in a Z-direction, characterized in that
on a lateral circumference (2a) of the wafer (2)
it is possible to arrange a ring (4) surrounding
the wafer (2) with an inner circumference (4i)
and serving for extending a coating area when
coating the wafer (2).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung be-
tritft eine Vorrichtung zum Beschichten einer
Oberfldche (20) eines Wafers (2), - mit einer
Aufhahmeeinrichtung ( 16) zur Aufnahme des
Waters (2) auf einer Aufnahmefldche (19) und
- einer Diiseneinrichtung (10) zur Beschich-
tung des Wafers (2) in einer Z- Richtung, da-
durch gekennzeichnet, dass an einem Seiten-
umfang (2a) des Wafers (2) ein den Wafer (2)
mit einem Innenumfang (4i) umgebender Ring
(4) zur Erweiterung einer Beschichtungsfldche
beim Beschichten des Wafers (2) anordnenbar
ist.



